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【附件一】 
營 業 報 告 書 

各位股東先生、女士： 

承蒙各位股東在百忙中仍撥冗參加雷科股份有限公司112年股東常會。

本人謹代表公司及全體員工感謝各位對本公司的支持與愛護。 

本公司 111 年度集團營運獲利較前一年度衰退，主要因下游客戶調節庫

存，因此捲裝材料與設備產品銷貨均有減少。但因銷售產品組合變動以及針

對光電產業與半導體產業雷射設備產品出貨量增加，致毛利率較前一年提升

約 2%。本公司設備研發技術持續創新，能提供多樣跨產業所需雷射設備，

擴大公司不同產品市場，而本公司也持續改善捲裝材料加工生產設備，以提

高生產效能與產品品質，進而提升產品獲利。隨著 5G 產業與電動車產業發

酵，本公司也期許能在產業環境變動下創造更高獲利。 

本公司全體同仁與經營團隊將秉持著以更認真、嚴謹及積極的態度繼續

努力，未來仍致力對產品獲利與成本管控進行改善、體質調整及研發創新等

方面努力，以期往後能更穩健發展並創造更佳獲利，達到優異的經營成績。 

茲將本公司 111 度營運成果與 112 度營業展望概要報告如下： 

一、111 度營運成果： 

(一)營業計畫實施成果及概況 

本公司 111 度集團合併營業收入 1,386,770 仟元，較 110 度

合併營業收入 1,751,466 仟元，減少 364,696 仟元，合併營收減

少 20.82%，111 度國內營業收入 913,979 仟元，較 110 國內營業

收入 1,054,779 仟元，減少 140,800 仟元，營收減少 13.35%。 

111 年度合併稅後淨利 150,538 仟元，較 110 度稅後淨利

257,275 仟元，減少 106,737 仟元，淨利減少 41.49%。 

(二)營業收支預算執行情形 

本公司 111 度未公開財務預測資訊，故無預算達成情形。 

(三)財務收支與獲利能力分析 
單位: 新台幣仟元 

年  度

項  目 
111 度 

（集團合併）

110 度 
（集團合併）

111 年度 
（母公司） 

110 年度
（母公司）

財 
務 
收 
支 

營業收入淨額 1,386,770 1,751,466 913,979 1,054,779

營業毛利 451,144 534,576 270,426 294,658

稅後損益 150,538 257,275 150,556 257,307

 

獲 

利 

能 

力 

資產報酬率（%） 4.23 6.99 4.10 7.03 

股東權益報酬率（%） 9.23 16.87 9.32 17.08 

營業利益佔實收資本比率（%） 20.66 27.83 9.17 11.08 

稅前純益佔實收資本比率（%） 24.68 33.76 23.66 32.32 

純益率 10.86 14.69 16.47 24.39 

每股盈餘（元） 1.82 3.07 1.82 3.07 
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(四)研究發展狀況 

1.最近兩年研發費用支出 

單位：新台幣仟元 

年度 111 年度 110 年度 

研究發展費用 32,353 33,840 

2.最近年度研發成果 

111 年度投入研發之技術與產品： 

最近年度研發計畫 目前進度 完成量產時間 

Wafer trim 設備開發完成，量產驗

證中 

112 年 2 月進行品質改

善後驗證 

四頭陶瓷快速鑽孔機 

四合一機種(鑽孔，畫

線，2D 雕刻，Badmark)

設備開發完成，量產驗

證中 

預計 112 年 4 月進行驗

證，並測試量產 

 

三合一機種(畫線，2D

雕刻，Badmark) 

設備開發完成，量產驗

證中 

預計 112 年 4 月進行驗

證，並測試量產 

雙頭綠光 BadMark 雕

刻機 

設備開發完成，量產驗

證中 

預計 112 年 4 月進行驗

證，並測試量產 

FPC 快速鑽孔二代 切割品質測試中 

更新光路架構，開發中

預計 112 年 6 月完成實

驗測試 

 

二、112 年度營業計畫概要 

(一)經營方針 

1.提升品質，提高產品獲利率： 

本公司積極降低捲裝材料產品成本，尋找更經濟品質良好的材

料，以降低材料成本，並汰換效率不佳之機器設備，採用高速

有效能的設備，提升產品品質，加強捲裝材料產品優勢，可以

讓高毛利產品銷量增加，歐、亞洲區客戶也能持續擴展。 

2.持續研發鐳射機器設備應用 

本公司自製研發雷射設備產品，可以適用於不同領域產業，本

公司將持續著重研發新型技術，針對客戶提供全產品服務，研

發生產各類設備以協助客戶解決製程上問題，滿足客戶的不同

需求。 

(二)預期銷售數量及其依據 

銷售數量係依據市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本公

司目前接單情形，並參酌本公司之產能規模而訂定。綜觀目前各

國經濟指標仍充滿很大的不確定性，受此情況影響，本公司將秉

持專業、誠信、共享及持續創新改善的經營理念，積極因應局勢
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變化，掌握市場脈動以達成來年的營運目標。 

(三)重要產銷政策 

1.生產政策： 

(A)SMD 捲裝材料： 

優化製程改善以提升生產品質與降低生產製造成本，並持續

開發原材材料，降低材料成本。 

(B)鐳射機器設備： 

持續研發各式應用雷射設備機與創新新型技術，並與設備供

應商建立更緊密的策略聯盟關係。 

2.銷售政策： 

(A)持續鞏固原有 SMD 材料、SMT、半導體產業客戶，鎖定主流市

場，開發高品質具競爭性產品。 

(B)整合台灣與海外各廠資源，即時配合客戶大量生產需求，並

持續推動全球分工與集團中心制。 

(C)深植人力培育計畫，以佈局全球行銷為目標，強化公司人力

資源，提高產品質量管控與客戶售後服務，成功建構全球供

應能力與效益。 

 

展望未來我們持續以更積極兼具穩健的步伐爭取更高的營運績效，期盼

各位股東先進仍然一秉初衷，繼續給予「Laser Tek」集團企業支持與鼓勵，

謝謝大家，最後敬祝諸位股東女士、先生： 

身體健康 心想事成 

 

 

董事長：鄭再興           經理人：黃萌義           會計主管：唐靜玲
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【附件二】 
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【附件三】 
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【附件四】 
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